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Descriptores B.O.E.

Técnicas de disefio de circuitos, sistemas electrénicos y circuitos integrados de tipo especifico y
semiespecifico. Herramientas software para el disefio

Temario

Capitulo I. Introduccién. (2 horas)
1. Introduccién a disefio electrénico. (2 horas)

Capitulo 1. Tecnologias de disefio de un sistema el ectrénico integrado. (8 horas)

2. Elementos béasicos. (2 horas)

3. Arquitectura de los dispositivos programables (CPLDS y FPGAS). (2 horas)

4. Tecnologiasy librerias para ASICs. (2 horas)

5. Bloques IPs. (2 horas)
Capitulo 111. Métodos de disefio de un sistema electrénico. (14 horas)

6. Herramientas y flujos para el disefio electrénico. (2 horas)

7. Técnicas de modelado HDL del disefio. (2 horas)

8. Técnicas de sintesis del disefio. (4 horas)

9. Técnicas de Verificacion. (2 horas)

10. Disefio fisico. (4 horas)
Capitulo 1V. Técnicas de disefio e integracion de sistemas electrénicos. (4 horas)
11. Técnicas de Test. (4 horas)

12. Introduccion a disefio de sistemas en chip. (2 horas)

Conocimientos Previos a Valorar

Nociones de electronica digital, tecnologia de semiconductores y programacién. El conocimiento
de UNIX facilitalarealizacion de las précticas.

Objetivos

El objetivo de la asignatura es que el alumno sea capaz de aprender diferentes técnicas de disefio
de sistemas el ectronicos en un Unico chip.

Para ello se introduce al aumno en las diferencias conceptuales y de aproximacion a disefio
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cambiando el punto de vista de un disefio basado en componentes discretos a un disefio planificado
para ser integrado en un Unico circuito integrado evaluando su impacto econdmico y de ventajas
competitivas. Se explican las tecnologias y las técnicas de disefio actuales y las metodologias y
herramientas CAD involucradas en cada flujo de disefio, dependiendo de la tecnologia destino de
implementacion.

Se explican las diferentes técnicas de descripciéon hardware pasando de una filosofia basada en
captura y simulacién a otra mas actual basada en € modelado HDL vy sintesis. Por dltimo se
introducen los conceptos de componentes virtuales y laintegracién de sistemas en chip.

Metodologia de la Asignatura

Al tratarse de una asignatura que contiene una parte tedrica y otra practica, los medios a utilizar
son de diversa naturaleza. La parte tedrica se impartird utilizando medios estéandares (pizarra,
transparencias y proyector). El método seguido en la parte tedrica de esta asignatura es el
expositivo y deductiva. Para ello se presentan diferentes casos de aplicacion industrial y se
generalizan los conceptos adquiridos para su aplicacion en nuevos casos.

Por otro lado la parte préctica se desarrolla en €l |aboratorio y hace uso de herramientas CAD para
disefio electrénico y recursos WEB creados para la asignatura. En las clases de practicas el alumno
consolida los conocimientos tedricos adquiridos en base a su aplicacién en el desarrollo de
diferentes casos practicos.

Evaluacioén

Los criterios de evaluacién a usar en la asignatura son |os siguientes:
1. Lacomposicion de la notafinal es como sigue:

a Teoria (T).

La contribucion de lateoriaalanotafinal sera de un 50% del valor total.

Opcionalmente se podra realizar un Unico examen parcia en el mes de diciembre, eliminatorio
hasta la convocatoria ordinaria. La contribucién de este examen parcial en lanotafinal del examen
de teoria dependera de la extension del temario que se haya incluido dicho examen parcial. El
alumno podra optar a que toda la nota del bloque de teoria corresponda a la nota de(l/los)
examen(es) realizado(s) (opcidén A) o, por e contrario, a una evaluacion aternativa en la que la
nota de teoria se descompone en un 15% por asistenciay participacion activa en clase (APC) (0,1
punto por cada clase tedrica) y un 35% por la nota del examen de la correspondiente convocatoria
(opcién B).

b. Evaluacion de précticas (P).
La contribucion del bloque de practicas alanotafinal es del 50%, descompuesta en:
i) Evaluacion positiva de memorias de las précticas realizadas (MP): 25%,
Para la evaluacion positiva es requisito la asistencia a las précticas.
Se considerara como evaluacion negativa de lamemorialano asistencia
aun 20 % de lacargatotal del plan docente de la asignatura (6 horas de
préacticas) sin justificacion adecuada.

ii) Realizacion y exposicion de trabajo de curso (TC): 25%.
Lanotafina ser&

Opcion A:NF=05*T+0,25* MP+0,25* TC
Opcion B: NF=APC+0,35* T +0,25* MP+0,25* TC
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Descripcion de las Préacticas

Las practicas de Disefio Electrénico consisten en € desarrollo de un circuito integrado a disefiar
usando los métodos explicados en teoria. Los estudiantes se organizan en grupos de dos con objeto
de optimizar € uso de la estacion de trabajo. Durante las sesiones de laboratorio el estudiante
aprende los aspectos practicos de VHDL vy las herramientas de ayuda a disefio de circuitos

integrados en cuanto a la descripcion, simulacion, sintesis e implementacion del disefio.

Modulo 1: Introduccion a UNIX. Herramientas basicas. (2 horas)
Modulo 2: Técnicas algoritmicasy anivel RT. Técnicas de Reutilizacion. (6 horas)
Modulo 3: Técnicas de sintesis. Sintesis de alto nivel. Sintesis6gica. Técnicas

avanzadas. (10 horas)

Maodulo 4: Técnicas de implementacion del disefio en FPGAS. (4 horas)
Modulo 5: Técnicas de implementacion del disefio en tecnologias ASICs. (4 horas)
Modulo 6: Disefio de componentes virtuales. Técnica de integracion de sistemas.

(4 horas)
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